
氣溶膠噴射技術

氣溶膠噴射 FLEX
適用於所有印刷電子應用的靈活增材製造開發
平台。

規格：
•3 軸 350 x 250 x 300 mm (XYZ) 打印區域
•5 軸 200 x 300 x 200 mm (XYZ) 打印區域
•印刷特徵小至 10 微米
•層高薄至 100 納米，厚至 10+ 微米
•在復雜拓撲結構的部件上打印最多 5 毫米
•印刷導體、電介質、保形塗層、光/蝕刻抗蝕劑等。
•用於過程監控、對齊和檢查的高級視覺工具
•符合 CE、CSA 標準
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氣溶膠噴射 HD2
適用於先進半導體封裝的生產級增材製造。

規格：
• 300 x 300 毫米 (XY) 打印區域。
• 印刷特徵小至 10 微米。
• 層高薄至 100 納米，厚至 10+ 微米。
• 在復雜拓撲結構的部件上打印最多 5 毫米。
• 印刷導體、電介質、保形塗層、光/蝕刻抗蝕劑等。
• 用於對準和檢測的康耐視視覺。
• 符合 SEMI S2/S8、CE、CSA 標準。
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氣溶膠噴射 打印引擎
將 Aerosol Jet 集成到自定義自動化中，並根據應用調整
氣溶膠射流。

• 印刷特徵小至 10 微米。
• 層高薄至 100 納米，厚至 10+ 微米。
• 在復雜拓撲結構的部件上打印最多 5 毫米。
• 印刷導體、電介質、保形塗層、光/蝕刻抗蝕劑等。
• CE 和 CSA 合規性。
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氣溶膠噴射技術使 3D 打印電子產品成為可能。電阻器、電容器、天線、傳感器和薄膜晶體管等電子元件均
採用氣溶膠噴射技術印刷。印刷元件的性能參數，例如電阻的歐姆值，可以通過印刷參數進行控制。組件也
可以打印到 3 維表面上，無需單獨的基板，從而減少最終產品的尺寸、厚度和重量。例如，Aerosol Jet 用
於打印符合手機殼等底層基材形狀的天線和傳感器。

氣溶膠噴射工藝支持在各種基材上打印，包括塑料、陶瓷和金屬結構。市售材料，例如納米顆粒油墨，已針
對氣溶膠噴射工藝進行了優化，以允許在低熱變形溫度下印刷（以及隨後的油墨燒結）到塑料基材上。


